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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Steckmittel, einen
Steckverbinder und ein Verfahren zur Herstellung des
Steckmittels.

[0002] Bekannt sind Flachsteckhiilsen, an die Kabel
gecrimpt werden kénnen. Gerade bei Hochstromverbin-
dungen haben derartige Kabel den Nachteil, dass sie
eine verhaltnismaRig hohe Induktivitat bedingen.
[0003] Aus der EP 0 731 524 A1 ist eine Flachsteck-
hiilse bekannt, die auf eine flexible Folie gecrimpt werden
kann. Eine solche Crimpverbindung hat jedoch den
Nachteil einer unzuverlassigen Verbindung. Auch ist die
Flexfolie in den Steckbereich hineingefiihrt, was die Zu-
verlassigkeit der Steckverbindung konterkariert.

[0004] Aus der EP 1 473 802 A1 ist ein SMD Flach-
stecker bekannt, der auf eine Platine aufgel6tet werden
kann. Flachstecker haben jedoch den Nachteil, dass sie
im ungesteckten Zustand nicht isoliert werden kénnen,
da der Steckbereich zuganglich sein muss.

[0005] Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, die
vorstehend genannten Nachteile zu vermeiden und ins-
besondere ein Steckmittel anzugeben, das eine effizien-
te Hochstromverbindung ermdglicht.

[0006] Diese Aufgabe wird gemaf den Merkmalen der
unabhangigen Patentanspriiche geldst. Weiterbildun-
gen der Erfindung ergeben sich auch aus den abhangi-
gen Ansprichen.

[0007] Zur L6ésung der Aufgabe wird ein Steckmittel
angegeben umfassend eine flexible Leiterplatte und ei-
nen Steckverbinder, wobei der Steckverbinder flachig
auf der Leiterplatte aufgelttet ist.

[0008] Hierbei wird der Steckverbinder zumindest teil-
weise flachig auf die flexible Leiterplatte aufgelttet.
Durch die flachige Verbindung kann ein Kontakt mit min-
destens einer Leiterbahn der flexiblen Leiterplatte her-
gestellt und somit eine niedrige Induktivitat erzielt wer-
den.

[0009] Eine Weiterbildung ist es, dass die Leiterplatte
mindestens eine Leiterbahn aufweist, die mit dem Steck-
verbinder kontaktiert ist.

[0010] Eine andere Weiterbildung ist es, dass die Lei-
terplatte zwei Leiterbahnen aufweist, die zumindest teil-
weise auf verschiedenen Seiten der flexiblen Leiterplatte
angeordnet sind.

[0011] Insbesondere durch entsprechend breite Lei-
terbahnen kann zusatzlich die Streuinduktivitat zwischen
Leitungen bzw. Leiterbahnen reduziert werden.

[0012] ErfindungsgemaR ist die Leiterplatte eine flexi-
ble Leiterplatte, insbesondere eine Platine oder eine
Flexleiterplatte.

[0013] Bevorzugtkann die Leiterplatte biegbar ausge-
fuhrt sein.
[0014] Insbesondere kann die Leiterplatte mehrere

Steckverbinder umfassen, die jeweils flachig auf der Lei-
terplatte aufgel6tet sind. Vorteilhaft kénnen die mehreren
Steckverbinder Uber mehrere Leiterbahnen der Leiter-
platte kontaktiert sein.
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[0015] Auch ist es mdglich, dass der Steckverbinder
mehrere elektrisch voneinander getrennte Kontakte auf-
weist, von denen jeweils ein Kontakt Gber mindestens
eine Leiterbahn der Leiterplatte kontaktiert ist.

[0016] Insbesondere kann mindestens ein Kontakt
ohne elektrische Funktion sein und beispielsweise als
eine Einflhrungshilfe oder als eine Codierung dienen.
[0017] So ist es eine Weiterbildung, dass die Leiter-
platte mindestens zwei Leitungen aufweist, die mit min-
destens einem Steckverbinder verbunden sind.

[0018] Weiterhin ist der Steckverbinder eine Flach-
steckhiilse.
[0019] Eine Ausgestaltung besteht darin, dass der

Steckverbinder ein Mittel zur Arretierung bzw. zum Lésen
der Arretierung aufweist. So kann beispielsweise eine
Flachsteckhilse mit einem FASTON-Prinzip ausgestat-
tet sein.

[0020] Eine alternative Ausfiihrungsform ist es, dass
der Steckverbinder in einem Reflowverfahren auf der Lei-
terplatte aufgelotet ist.

[0021] Eine andere Weiterbildung ist es, dass der
Steckverbinder eine Fixiermdglichkeit zur Sicherung der
Position des Steckverbinders auf der Leiterplatte auf-
weist.

[0022] Eine solche Fixierméglichkeit kann eigesetzt
werden, um eine Position des Steckverbinders vor dem
eigentlichen Létvorgang so zu sichern, dass beim Léten,
z.B. mittels Reflowverahren, dieser Steckverbinder im
wesentlichen nicht verrutschen kann.

[0023] Eine Weiterbildung besteht darin, dass die Fi-
xiermdglichkeit eine Vertiefung oder eine Erhebung oder
eine Aussparung umfasst.

[0024] Insbesondere ist der Steckverbinder ein SMD-
Steckverbinder oder in SMD-Bauweise ausgefiihrt.
[0025] Eine Ausgestaltung ist es, dass der Steckver-
binder ein Hochstromstreckverbinder ist. Der Steckver-
binder ist fir Stréme gréRer als 2,5A vorgesehen.
[0026] Eine andere Ausgestaltung ist es, dass die Lei-
terplatte fest auf einer zweiten Leiterplatte verlétet ist.
Insbesondere ist die zweite Leiterplatte eine feste (nicht
flexible) Platine. Optional kann die zweite Leiterplatte ei-
ne Platine mit mehreren Schichten sein, wobei die Lei-
terplatte an einer mittleren Schicht der zweiten Leiter-
platte festgelotet ist.

[0027] Auch ist es eine Moglichkeit, dass die zweite
Leiterplatte mit der flexibel ausgefiihrten Leiterplatte ver-
bunden ist, so dass beispielsweise die flexible Leiterplat-
te aus der zweiten Leiterplatte hervorgeht.

[0028] Auch ist es eine Ausgestaltung, dass mehrere
Steckverbinder mittels eines Verbindungsstiicks zusam-
mengefasst sind. Dabei kann das Verbindungsstiick ein
Kunststoffverbindungsstiick sein.

[0029] Eine zusatzliche Weiterbildung ist es, dass
mehrere Steckverbinder auf zwei Seiten der Leiterplatte
angeordnet sind.

[0030] Vorteilhaft sind dann Leiterbahnen, insbeson-
dere Leiterbahnpéarchen, auf beiden Seiten der Leiter-
platte vorgesehen, so dass insgesamt eine niedrige In-
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duktivitat erreicht werden kann.

[0031] Die vorstehend genannte Aufgabe wird auch
geldst durch einen Steckverbinder umfassend minde-
stens eine Flache zum Aufléten auf einer Leiterplatte.
[0032] Eine Weiterbildung besteht darin, dass der
Steckverbinder mindestens eine Fixiermdglichkeit auf-
weist, anhand derer der Steckverbinder auf der Leiter-
platte fixierbar ist. Der Steckverbinder ist in SMD-Bau-
weise ausgefihrt.

[0033] Auch wird die vorstehend genannte Aufgabe
gelést durch ein Verfahren zur Herstellung eines
Steckmittels umfassend die Schritte:

- mindestens ein Steckverbinder wird auf eine Leiter-
platte flachig aufgelegt;

- dermindestens eine Steckverbinder wird mit der Lei-
terplatte verlotet.

[0034] Erfindungsgemal ist der Steckverbinder ein
SMD-Steckverbinder.

[0035] Auch ist es eine Weiterbildung, dass der min-
destens ein Steckverbinder in einem Reflowverfahren
verlotet wird.

[0036] Eine andere Weiterbildung ist es, dass der min-
destens eine Steckverbinder anhand einer Fixiermdég-
lichkeit auf der Platine fixiert wird.

[0037] Eine Ausgestaltung ist es, dass die Leiterplatte
eine flexible Leiterplatte, insbesondere eine Flexleiter-
platte ist.

[0038] Ausflhrungsbeispiele der Erfindung werden
nachfolgend anhand der Zeichnungen dargestellt und er-
lautert.

[0039] Es zeigen:

Fig. 1  einen Steckverbinder mit einer Leiterplatte in
der Frontalansicht;

Fig.2 den Steckverbinder mit der Leiterplatte in per-
spektivischer Ansicht;

Fig.3 den Steckverbinder von unten.

[0040] Fig. 1 zeigt einen Steckverbinder 101, der auf

einer Leiterplatte 102 aufgel6tet ist in der Frontalansicht.
Gebogene Bereiche 105 und 106 dienen der Kontaktie-
rung mit einem entsprechend geformten Gegenstiick
(nicht dargestellt). Uber eine Flache 103, die hier bei-
spielhaft durch die Frontalansicht im Querschnitt gezeigt
ist, ist der Steckverbinder 101 auf der Leiterplatte 102
aufgelotet.

[0041] Die Leiterplatte 102 weist zumindest eine Lei-
terbahn auf, die mitder flachigen Lotstelle 103 verbunden
ist. Weiterhin ist die Leiterplatte 102 vorzugsweise als
eine flexible Leiterplatte, insbesondere als eine Flexlei-
terplatte ausgefiihrt, so dass der Steckverbinder 101 mit
dem Gegenstick, z.B. einer Steckzunge, Uber die Lei-
terplatte 102 verbunden werden kann.

[0042] Der Steckverbinder 101 ist in SMD-Bauweise
ausgeflhrt.
[0043] Fig.2zeigteine perspektivische Ansicht umfas-
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send den Steckverbinder 101 und die Leiterplatte 102.
Hierbei kdnnen insbesondere mehrere Steckverbinder
nebeneinander angeordnet sein. Entlang einer Richtung
107 erstreckt sich die insbesondere flexible Leiterplatte
102, so dass eine kabelahnliche Verbindung mittels der
Kombination aus Steckverbinder 101 und Leiterplatte
102 erzielt werden kann.

[0044] Die hier vorgestellte L6sung eignet sich insbe-
sondere als ein Steckmittel, das auf vorhandene Steck-
zungen mit einer Abmessung von beispielsweise 6,3mm
aufgesteckt werden kann. Der Steckverbinder 101 kann
diesbezlglich mit der Steckzunge verbunden bzw. auf
diese gesteckt werden. Insbesondere kdnnen die Steck-
zungen im wesentlichen horizontal oder vertikal ange-
bracht sein und einen Mittenabstand von 10mm aufwei-
sen.

[0045] Beidem Steckverbinder 101 handeltes sichum
eine Flachsteckhiilse in SMD-Ausfiihrung. Dieser Steck-
verbinder 101 wird direkt auf der Leiterplatte 102, z.B.
einer Platine oder einer Flexleiterplatte, flachig aufgelo-
tet. Ein solches Aufléten findet bevorzugt mittels eines
Reflowverfahrens statt.

[0046] Fig.3 zeigt die Unterseite des Steckverbinders
101 umfassend Rastnasen 104, die beispielsweise als
kleine Erhebungen oder Absenkungen oder Aussparun-
gen ausgeflhrt sind. Die Rastnasen 104 dienen der Si-
cherung der Position des Steckverbinders 101 auf der
Leiterplatte 102, damit beim Aufschmelzen des Lotes
und Aufschwimmen des Steckverbinders 101 dessen
Position im wesentlichen unverandert bleibt.

[0047] Optional kann der Steckverbinder 101 noch mit
dem sog. FASTON-Prinzip ausgestattet sein, um die auf
die flachige Lotstelle 103 wirkenden Kréfte beim Stecken
als auch beim Ldsen des Steckverbinders 101 zu verrin-
gern.

[0048] Der Steckverbinder 101 kann auch auf einer
normalen Leiterplatte 102 (Printed Circuit Board, PCB)
aufgeldtet werden. Weiterhin ist es méglich, dass meh-
rere Steckverbinder nebeneinander eingesetzt werden.
Insbesondere kann eine Bestlickung und/oder Positio-
nierung mehrerer Steckverbinder oder Flachsteckhiilsen
mittels eines Kunststoffverbindungsstiicks vereinfacht
werden.

[0049] Das vorgestellte Steckmittel aus Steckverbin-
der und Leiterplatte sowie der Steckverbinder selbst eig-
nen sich zur Verwendung fiir hohe elektrische Strome
(Hochstromverbindung) fir Strédme grofier als 2,5A.

Patentanspriiche
1. Steckmittel umfassend
- eine Leiterplatte (102);
- einen Steckverbinder (101), der auf der Leiter-

platte (102) aufgelétet ist;

dadurch gekennzeichnet, daB der Steckverbinder
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eine Flachsteckhilse in SMD-Ausfiihrung ist, und
der Steckverbinder flachig auf der Leiterplatte auf-
gelétet ist, wobei der Steckverbinder fir Strome gré-
Rer als 2,5A vorgesehen ist, und

die Leiterplatte (102) eine flexible Leiterplatte, ins-
besondere eine Platine oder eine Flexleiterplatte
umfasst.

Steckmittel nach einem der vorhergehenden An-
spriiche, bei dem die Leiterplatte (102) mindestens
zwei Leitungen aufweist, die mit mindestens einem
Steckverbinder (101) verbunden sind.

Steckmittel nach einem der vorhergehenden An-
spruche, bei dem der Steckverbinder (101) in einem
Reflowverfahren auf der Leiterplatte (102) aufgelotet
ist.

Steckmittel nach einem der vorhergehenden An-
spriiche, bei dem die Leiterplatte (102) fest auf einer
zweiten Leiterplatte verlotet ist.

Steckmittel nach einem der vorhergehenden An-
spriiche, bei dem mehrere Steckverbinder (101) mit-
tels eines Verbindungsstiicks zusammengefasst
sind.

Steckmittel nach Anspruch 5, bei dem das Verbin-
dungsstiick ein Kunststoffverbindungsstick ist.

Steckmittel nach einem der vorhergehenden An-
spruche, bei dem mehrere Steckverbinder (101) auf
zwei Seiten der Leiterplatte (102) angeordnet sind.

Verfahren zur Herstellung eines Steckmittels geman
Anspruch 1 umfassend die Schritte:

- mindestens ein Steckverbinder (101) wird auf
eine flexible Leiterplatte (102), insbesondere ei-
ne Flexleiterplatte, flichig aufgelegt;

- der mindestens eine Steckverbinder (101) wird
mit der Leiterplatte (102) verl6tet.

Verfahren nach Anspruch 8, bei dem der mindestens
ein Steckverbinder (101) in einem Reflowverfahren
verlotet wird.

Verfahren nach Anspruch 8, bei dem der mindestens
eine Steckverbinder (101) anhand einer Fixiermdg-
lichkeit auf der Leiterplatte (102) fixiert wird.

Claims

1.

Plug-type means comprising

- a printed circuit board (102);
- a plug-type connector (101), which has been

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

10.

soldered onto the printed circuit board (102);

characterized in that the plug-type connector is a
quick connect tab terminal designed using SMD
technology, and the plug-type connector is soldered
flat onto the printed circuit board, wherein the plug-
type connector is intended for currents of greater
than 2.5 A, and the printed circuit board (102) com-
prises a flexible printed circuit board, in particular a
circuit board or a Flex PCB.

Plug-type means according to Claim 1, in which the
printed circuit board (102) has at least two lines,
which are connected to at least one plug-type con-
nector (101).

Plug-type means according to one of the preceding
claims, in which the plug-type connector (101) has
been soldered onto the printed circuit board (102)
using a reflow method.

Plug-type means according to one of the preceding
claims, in which the printed circuit board (102) has
been soldered firmly onto a second printed circuit
board.

Plug-type means according to one of the preceding
claims, in which a plurality of plug-type connectors
(101) are combined by means of a connecting piece.

Plug-type means according to Claim 5, in which the
connecting piece is a plastic connecting piece.

Plug-type means according to one of the preceding
claims, in which a plurality of plug-type connectors
(101) are arranged on two sides of the printed circuit
board (102).

Process for manufacturing a plug-type means ac-
cording to Claim 1, comprising the following steps:

- at least one plug-type connector (101) is laid
flat on a flexible printed circuit board (102), in
particular a Flex PCB;

- the at least one plug-type connector (101) is
soldered to the printed circuit board (102).

Process according to Claim 8, in which the at least
one plug-type connector (101) is soldered using a
reflow method.

Process according to Claim 8, in which the at least
one plug-type connector (101) is fixed on the printed
circuit board (102) using a fixing option.
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Revendications

1.

Dispositif enfichable comprenant

- une plaquette de circuit imprimé (102);
- un connecteur (101) qui est soudé sur la pla-
quette de circuit imprimé (102);

caractérisé en ce que le connecteur est un contact
femelle plat d’exécution en montage en surface, et
en ce que le connecteur est soudé de maniére plane
sur la plaquette de circuit imprimé, le connecteur
étant ménagé pour des courants électriques supé-
rieurs a 2,5 A, et en ce que la plaquette de circuit
imprimé (102) comprend une plaquette de circuitim-
primé flexible, notamment une platine ou une pla-
quette de circuit imprimé souple.

Dispositif enfichable selon 'une quelconque des re-
vendications précédentes, dans lequel la plaquette
de circuit imprimé (102) présente au moins deux li-
gnes qui sont connectées a au moins un connecteur
(101).

Dispositif enfichable selon 'une quelconque des re-
vendications précédentes, dans lequel le connec-
teur (101) est soudé sur la plaquette de circuit im-
primé dans un procédé par refusion.

Dispositif enfichable selon I'une quelconque des re-
vendications précédentes, dans lequel la plaquette
de circuit imprimé (102) est soudée de maniére fixe
sur une seconde plaquette de circuit imprimé.

Dispositif enfichable selon I'une quelconque des re-
vendications précédentes, dans lequel plusieurs
connecteurs (101) sont regroupés au moyen d’'une
piece de raccordement.

Dispositif enfichable selon la revendication 5, dans
lequel la piece de raccordement est une piece de
raccordement plastique.

Dispositif enfichable selon 'une quelconque des re-
vendications précédentes, dans lequel plusieurs
connecteurs (101) sont disposés sur deux faces de
la plaquette de circuit imprimé (102).

Procédé de fabrication d’un dispositif enfichable se-
lon la revendication 1, comprenant les étapes :

- au moins un connecteur (101) est posé de ma-
niére plane sur une plaquette de circuit imprimeé
flexible (102), notamment sur une plaquette de
circuit imprimé souple ;

- 'au moins un connecteur (101) est soudé a la
plaquette de circuit imprimé (102).
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9.

10.

Procédé selon la revendication 8, dans lequel I'au
moins un connecteur (101) est soudé dans un pro-
cédé par refusion.

Procédé selon la revendication 8, dans lequel I'au
moins un connecteur (101) est fixé sur la plaquette
de circuit imprimé (102) a I'aide d’une possibilité de
fixation.
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